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揚博科技股份有限公司 

AMPOC 開発中の技術 

 
 

一 .回路微細化 

1. 二流体最適化と利用 

2. 液純化 

3. 無塵化 

4. 接觸レス 

二.省エネとCO2削減 

1. 省エネ電氣 

2. 熱回收 

3. 噪音削減 

三.廃液廃水削減 

四. AIの利用  

1. 障害予防検出 

2. 人間の代わりにAIが機械を自動制御します。 
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  展開した技術(4A設計) 

１熱回収  AMPOC  ECO BAR システム 
 
２銅厚自動測定 AMPOC AI  ARMシステム 
 
３ 液純化  AMPOC PURE  システム 
 
４剥離サラサラAMPOC  sara sara システム 
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熱
交
換
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Heat pump Hot Water Tank 
Cooling Water Tank 

設備加熱循環利用 設備冷却水支給と熱回
収 

ECO BAR熱循環再利用(省エネ） 
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 熱收集再利用-> 熱集中方法と用途 
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AMPOC ECO BAR熱回収効果 

＊装置側へ加熱供給（省電） 

（ヒータ消耗電気代に対して50%以下節約） 

*ヒータ変わり湯水供給加熱するためヒータ 
空焼心配なくなる 

＊乾燥機ブロア周辺騒音低下させ 

＊制御盤内温度冷やす 

＊プレエアカッﾄ低温支給 
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ECO BAR特許（臺灣と中国取得） 
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1)プレエツチング効率UPさせ 

補償値ー＞自動計算ー＞バラメタ選択ー＞自
動条件調整ー＞人工依頼性なくなる 

2)基板上面と下面測定したデーター＞PLC転
送ー＞生産条件切り替え管理整合性UPする 

3)ロボット測定ー＞人工より誤差値減らせる
ー＞安定性良い 
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AMPOC  AI  ARM  銅厚測定最終目的 
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   測定器 

nozzle 
NOZZLE NOZZLE 

NOZZLE 

エツチング 

nozzle NOZZLE 

sensor sensor 

プレエツチング 

自動的装置側へデータ転送 

中間検査コンベア 

基板進行 PC 

AI ARM 動態/AI ARM 速.avi
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  AMPOC  AI ARM 
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測定したデータ
PLC或いはPC

へ転送 
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AI ARM 特許臺灣、中国、日本，タイ取得 
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 AMPOC  PURE （省エネ） 

•目的：薬液純化利用 

•雑質とフイルムー＞分離ー＞回収ー＞再利
用 

•カドリジ交換必要性なしー＞消耗品なしー
＞新液添加量減らせる 

現像槽ー＞基板表面粘着減るー＞不良率減る 
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AMPOC PURE  High Filter (20um)  
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ｽﾌﾟﾚーMAX ﾌｲﾙﾀ通して 循環ポン
プから 純化機寄ってから本槽へ薬液

戻す 
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現像純化前    現像純化後    

   AMPOC PURE  薬液純化前後比較 

処理量毎分40L 
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剥離カス取りー＞粗濾過ー＞脱水ー＞サラサラ粉状 
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スクリュウータイプ 
サラサラ 

震動サラサラ 

擠乾機/滾筒sara sara -4.mp4
擠乾機/滾筒sara sara -4.mp4
擠乾機/滾筒sara sara -4.mp4
擠乾機/sara sara動態快速.avi
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実際効果ー＞廃液処理代節約 
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脱水前  脱水後sara sara粉状 

水分なくなり 
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実績 

実績 
中
国 

臺灣 日本 東南アジア  

1熱回収  8 12   2  

2銅厚自動測定  6 11      

3液純化   5 12   3  

4剥離サラサラ 14 10 2 4  
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2018年～2022年基板向け分類分析
單位：%

基板% 携帯H+M 車載板 フレキ 多層 BGA 合計

2018年 37% 13% 36% 6% 8% 100%

2019年 44% 12% 7% 9% 28% 100%

2020年 67% 3% 7% 2% 21% 100%

2021年 38% 3% 20% 15% 24% 100%

2022年 34% 2% 6% 5% 53% 100%

2018~2022 年装置売り対象 

携帯H＋M 車載板 フレキ 多層 BGA 



Thanks!! 


